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® Kontaktwarmeubertragendes Kochsystem mit einer Elektro-Kochplatte 

® Es wird eine kontaktwarmeubertragende Elektrokoch- 
platte (11) geschaffen, die aus einer nichtoxydischen Ke- 
ramik, insbesondere Siliziumnitrid besteht. Ihr sehr dun- 
ner Kochplattenkdrper (14) in Form einer Scheibe ist in 
eine Einbauptatte selbsttragend eingebaut, beisptetswei- 
se durch Klebung, und hat eine extrem ebene bzw. in ihrer 
Form an ein KochgefaS angepaSte Oberflache, die einen 
so geringen Spatt zum KochgefaB schafft, daS eine An- 
kopplung auch bei groSeren Leistungsdichten mit nur 
wenigen Grad Temperaturdifferenz moglich ist. Die Hei- 
zung (17) ist an der Unterseite des Kochplattenkorpers 
(14) ebenfalls in Kontakt oder unmittelbar mit dieser ver- 
bunden angebracht. 
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Beschreibung 



Derzeit sind drei Arten von Kochsystemen bekannt, die 
auf einer Platte stehende KochgefaBe im wesentlichen von 
unten erwarmen. Dies sind aus GuBeisen bestehende Koch- 
platten, die die Warme uberwiegend durch Warmekontakt 
auf die KochgefaBe ubertragen, Strahlungsheiz-Kochgerate, 
bei denen Strahlungsheizkorper unterhalb einer Glaskera- 
mikplatte angeordnet sind, und Induktionskochplatten, die 
durch Induktionsfelder die Energie in den Kochtopfboden 
ubertragen. Die GuBkochplatten sind seit uber einem halben 
Jahrhundert bewahrt und sind an Robustheit, Zuverlassig- 
keit und Vielseitigkeit der Steuerbarkeit kaum zu ubertref- 
fen. Aufgrund ihres Werkstoffes haben sie jedoch relativ 
lange Anheizzeiten und, wenn man nur den Anheizbetrieb 
betrachtet, geringere Wlrkungsgrade als die Strahlungsheiz- 
korper und die mit Induktion arbeitenden Systeme. 

Es sind schon Kontakt-Elektrokochplatten aus Keramik- 
material vorgeschlagen worden, die bezuglich der Anheiz- 
zeiten und -wirkungsgrade die GuBkochplatten iibertreffen. 
Sie haben sich aber in der Praxis bisher nicht durchsetzen 
konnen. So ist aus der DE-A-37 28 466 eine Elektro-Koch- 
platte mit einem Kochplattenkorper aus Metall oder Kera- 
miken wie Siliziumnitrid bekannt, die mittels eines Dick- 
schicht-Widerstandes beheizt wird. 

AUFGABE UND LOSUNG 

Aufgabe der Erflndung ist es, ein kontaktwarmeubertra- 
gendes Kochsystem mit Elektrokochplatten zu schafFen, das 
in Bezug auf Wirkungsgrade, Steuer- und Regelbarkeit ge- 
geniiber bisherigen Kochsystemen verbessert ist. 

Diese Aufgabe wird durch die Anspriiche 1 und 2 gelost. 

Wenn die Kochplatte so eben ist, daB sie in einem Tempe- 
raturbereich zwischen der Raumtemperatur und ca. 500 K, 
also im Bereich der Betriebs tempera tur der Kochplatte, uber 
den groBten bzw. wesentlichsten Teil ihres Kochbereiches 
weniger als 0,1 mm von einer idealen Ebene abweicht, dann 
kann mit ebenfalls derart ebenen KochgefaBen gearbeitet 
werden. Sollte eine solche Ebenheit weder bei den Kochge- 
faBen noch bei der Elektrokochplatte einzuhalten sein, dann 
konnen die miteinander zusammenwirkenden Flachen z. B. 
gieichmaBig gewoibt sein, aber bzgL ihres maximalen Ab- 
standes voneinander die gleichen Bedingungen einhalten. 
Dabei konnten sie sich wahrend der Erwarmung sogar ver- 
formen, jedoch beide gleichsinnig und in gleichem MaBe, 
wobei sie beispielsweise Kugel- bzw. Kugelkalottenflachen 
bilden konnen. 

Durch diese MaBnahmen wird eine extrem gute Warme- 
ubertragung sichergestellL Sie fuhrt dazu, daB die Tempera- 
turdifferenz zwischen der Oberflache der Kochplatte und 
dem Kochtopfboden auch bei groBeren Leistungsdichten 
sehr klein werden kann. Die Elektrokochplatte braucht dann 
nicht wesentlich warmer zu werden als das Kochgut, weil 
bisher bei kontaktwarmeubertragenden Kochplatten der sich 
zwischen der Kochflache der Elektrokochplatte und dem 
Kochtopfboden bildende Luft-Spalt die relativ hohe Tempe- 
ralurdifferenz zwischen Elektrokochplatte und Kochgut be- 
stimmte. Dagegen sind die hauptsachlich durch Warmelei- 
tung bestimmten Temperaturdifferenzen im Material von 
Elektrokochplatte und KochgefaB fast vemachiassigbar. Da 
bei den angegebenen angepaBten Gegebenheiten die Tempe- 
raturdifferenzen im eventuell entstehenden "Mikrospalt" 
aufgrund seiner geringen SpaltgroBe sehr gering werden und 
im Bereich weniger K liegen, besteht auch bzgl. der Warme- 
ubertragung kaum noch ein Unterschied zu dem wirklich 
idealen Kontakt zwischen beiden Flachen. Dadurch wird die 
Warme auch sehr gieichmaBig von der Elektrokochplatte 
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abgenommen und dem KochgefaB zugefuhrt Dies fuhrt ei- 
nerseits dazu, daB die Kochplatte nicht mehr warmevertei- 
iend sein muB und andererseits wird der Kochtopfboden 
sehr gieichmaBig erwarmt, so daB lokale Temperaturunter- 
schiede, die zu einem uber die Flache ungleichmaBigen 
Kochergebnis (Ansetzen) fiihren konnen, vermieden sind. 

Wegen der Tendenz extrem gut aneinander angepaBter 
Korper, infolge des "Mikrospaltes" aneinander zu "kleben", 
kann ein System von Mikro-Beluftungskanalen in den zu- 
sammenwirkenden Oberflachen von KochgefaB und/oder 
Kochplattenkorper vorgesehen sein. Sie konnen stemfbrmig 
und/oder in Umfangsrichtung verlaufen. Die von ihnen ein- 
genommenen Hachenanteile sind sehr gering, so daB sie die 
Gesamt-Warmeubertragung kaum behindem, wenn die 
Ebenheit im uberwiegenden Teil des Kochbereiches einge- 
halten wird. 

Als WerkstofF fur den Kochplattenkorper ist nichtoxidi- 
sche Keramik bevorzugt, und zwar insbesondere Siliziumni- 
trid (Si3N 4 ). Dieses kann in Form einer Scheibe voriiegen. 
20 Dieses Material hat fur den Zweck hervorragende Eigen- 
schaften und kann auch durch Additive eingefarbt werden. 
In reiner Form hat es eine weiBe Farbe. 

Bei der Materialauswahl und der Gestaltung und Bemes- 
sung der Kochplatte sollten bestimmte Kriterien eingehalten 
25 werden, die teilweise sehr wichtig sind, um das gewiinschte 
Ergebnis zu erzielen. So sollte beispielsweise die Warme- 
durchgangszahl in der Kochplatte, namlich das Verhaltnis 
der Warmeleitfahigkeit zur durchschnitdichen Kochplatten- 
korperdicke im Kochbereich kleiner als 20.000 W/m 2 K 
sein, vorzugsweise zwischen 6.000 und 12.000 W/m 2 K. 
Auch die Warmeleitfahigkeit des Kochplattenmaterials 
sollte in einem bestimmten Rahmen liegen und insbeson- 
dere nicht zu noch sein, namlich zwischen 5 und 40 (vor- 
zugsweise 8 und 20) W/mK. Wahrend man denken sollte, 
fur derartige kontaktwarmeubertragende Systeme sei eine 
besonders hohe Warmeleitfahigkeit und Warmedurchgangs- 
zahl wichtig, wurde festgestellt, daB die angegebenen Werte 
besonders vorteilhaft sind. Bei einer zu guten Warmeleitfa- 
higkeit wird die Warme namlich auch in der Kochplatte zur 
Seite hin abgeleitet, was Probleme beim Einbau, z. B. beim 
Einkleben der Kochplatte in eine Einbauplatte, machen 
kann. 

Die Warmeausdehnungszahl des Kochplattenmaterials 
sollte zwischen 2 und 6x1 Or 6 [1/K] liegen. Die Warmeaus- 
45 dehniingszahl hat einen EinfiuB auf die Ebenheit der Platte. 
Infolge der geringen TemperaturdifYerenzen zwischen Ober- 
und Unterseite des Kochplattenkorpers sind jedoch die Deh- 
nungsunterschiede, die zu einer erwarmungsbedingten 
Kriimmung fiihren konnten, gering. 

Fur ein energiesparendes und schnell regelbares Kochsy- 
stem ist die Speicherenergie des Kochplattenkorpers von 
Bedeutung. Bezogen auf die installierte Leistung der Koch- 
platte sollte diese zwischen 7 und 130 J/W, bevorzugt zwi- 
schen 10 und 50 J/W betragen. Insbesondere beim Anheizen 
wird dadurch nur geringe Energie benotigt, um die Platte auf 
eine Arbeitstemperatur zu bringen. Auch hier spielt es aber 
eine wesentliche Rolle, daB der Kochplattenkorper selbst 
keine so hohe Temperatur annehmen muB, um die Warme an 
das Kochgut weiterzugeben. 

Die Oberflachenbelastung, d. h. die installierte Leistung 
je Flacheneinheit des Kochbereiches, kann durchaus im Be- 
reich von bisherigen Hochleistungskochplatten liegen und 
zwischen 4 und 16 W/cm 2 (bevorzugt 5 bis 7 W/cm 2 ) betra- 
gen. 

Bedeutsam fur das gesamte Kochsystem ist eine relativ 
geringe durchschnittliche Dicke des Kochplattenkorpers im 
Kochbereich, die zwischen 2 und 5 mm, bevorzugt ca. 3 mm 
betragen kann. In dieser Beziehung ist nichtoxidische Kera- 
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mik, und insbesondere Siliziumnitrid, sehr bevorzugt, weil 
die hervorragenden mechanischen Eigenschaften dafur sor- 
gen, daB auch bei so geringen Dicken die zu fordernden Ei- 
genschaften bzgl. Ebenheit, Kratzfestigkeit etc. eingehalten 
werden. Es sind aber auch andere Materialien moglich, die 5 
aufgrund ihrer Eigenschaften die Einhaltung der zu fordern- 
den Bedingungen fur die Ebenheit ermoglichen. So konnte 
auch ein legierter Stahl mit einem hohen Nickelanteil, z. B. 
42% Ni, verwendet werden, der im Temperaturbereicb zwi- 
schen Raumtemperatur und 500 K eine lineare Warme-Aus- 10 
dehnungszahl unter 12xlO^[l/K], vorzugsweise 4 bis 
5xlO-*[l/K], hat. Ein ahnlicher Stahl mit 36% Ni ist unter 
dem Handelsnamen "INVAR" bekannt. 

Der Kochplattenkdrper sollte als eine an Ober- und Unter- 
seite ebene Scheibe vorliegen, wobei an der Unterseite da- 15 
von durchaus Abweichungen davon moglich sind, wie spa- 
ter noch beschrieben werden wird. Die Oberseite des Koch- 
plattenkorpers sollte jedoch mindestens geschhffen sein, um 
die geforderte Ebenheit zu garantieren. Lappen und Polieren 
der Oberflache fuhren zusatzlich zu einer Vferbesserung der 20 
thermischen Verhaltnisse. Zur Einhaltung der notigen Kratz- 
festigkeit sind Harten uber 1400 (HV 10 nach DIN 50 133) 
bevorzugt 

Wichtig sind auch die elektrischen Eigenschaften. So 
wird ein spezifischer elektrischer Widerstand des Materials 25 
des Kochplattenkorpers uber lxlO 6 , vorzugsweise uber 
IxlO 13 Ohm/cm angestrebt. Somit ist es moglich, daB die 
Beheizung der Kochplatte durch unmittelbar auf die Unter- 
seite des Kochplattenkorpers aufgebrachte Beheizungen, 
beispielsweise Dickschichtbeheizungen, erfolgen kann. 30 
Derartige Dickschichtbeheizungen werden aus in Form ei- 
ner aufgedruckten Paste erzeugten Schichten hergestellt. Es 
sind aber auch Dunnschichtwiderstande moglich, beispiels- 
weise durch PVD- oder CVD-Verfahren aufgebrachte Wi- 
derstandsschichten (physikalische bzw. chemische Abschei- 35 
dung im Vakuum). 

Ferner kann erfolgreich mit Flammspritzverfahren gear- 
beitet werden, die auch mit Plasma arbeiten konnen. Auf 
diese Weise konnte auch eine Zwischenschicht aus einem 
als Haftvermittler und/oder elektrische Isolation dienenden 40 
Material, beispielsweise Aluminiumoxid (AI2O3) aufge- 
spritzt werden. Eine elektrische Isolation kann insbesondere 
wichtig sein, wenn eine elektrisch ieitfahige Keramik, bei- 
spielsweise Siliziumkarbid, verwendet wird. 

Es sind jedoch auch andere Heizungsarten moglich, bei- 45 
spielsweise eine angedruckte oder angeklebte Folie, wobei 
in alien Fallen die eigentliche Heizleiterkontur durch Aus- 
schnitte hergestellt werden kann (beispielsweise durch La- 
serbearbeitung, durch Erodieren, Atzen oder Schleifen). Da- 
bei ist eine Herstellung bevorzugt, bei der der Kochplatten- 50 
korper an seiner Unterseite entsprechend dem Verlauf der 
Heizwiderstandsbahnen profiliert ist, so daB die die Ab- 
stande bildenden Bereiche erhoht liegen. Danach wird das 
Heizwiderstandsmateriai ganz flachig auf die Unterseite des 
Kochplattenkorpers aufgebracht und schlieBlich dieser so 55 
ubergeschliffen, daB das Material an den erhoht liegenden 
Stellen entfernt wird. 

Als Heizwiderstande eignen sich auch insbesondere sol- 
che mit PTC-Charakteristik, d. h. mit ausgepragt positiver 
Temperaturcharakteristik ihres Widerstandes. Wegen der 60 
sehr massearmen und kaum warme-querleitenden Eigen- 
schaften des KochplaUenkorpers ist es dabei vorteilhaft, 
wenn die Beheizung sich abschnitts weise selbst abregeln 
kann. Dies kann dadurch geschehen, daB der Heiz wider- 
stand aus an ihrer Ober- und Unterseite elektrisch kontak- 65 
tierten Heizwiderstandsschichten, -blocken oder -plattchen 
gebildet ist, die PTC-Charakteristik haben. Sie werden also 
senkrecht zur Kochplattenflache vom Strom durchflossen. 



Bei Erreichen der Regeltemperatur verringern sie durch An- 
stieg des Widerstandes ihre Leistung und halten somit die 
Temperatur konstant, wobei sie vorzugsweise auf eine der 
Maximaltemperatur der Elektro-Kochplatte entsprechende 
Sprungtemperatur ihres Widerstandes eingestellt sind. 

Regelung und Steuerung einer solchen Hochleistungs- 
kochplatte kommt groBe Bedeutung zu. Die Steuerung kann 
vorzugsweise durch eine Mehrtaktschaltung, d. h. Parallel-, 
Einzel- und/oder Reihenschaltung mehrerer Heizwider- 
standsabschnitte erfolgen, wobei es bevorzugt ist, in einem 
Schaltbereich kleinerer Leistung eine Impulssteuerung zu- 
satzlich vorzusehen, d. h. eine Taktsteuerung mit unter- 
schiedlichen relativen Einschaltdauern. 

Wegen der vorher schon geschilderten Gegebenheiten 
sollte die Regelung nicht uber die gesamte Kochflache sum- 
mierend, sondern einzelne Bereich selektiv erfassend ausge- 
bildet sein. So kann beispielsweise eine Flachenuberwa- 
chung mit NTC-Charakteristik der Temperaturbegrenzungs- 
Sensoren eingesetzt werden, z. B. eine Sensorschicht mit 
Durchschlagscharakteristik. Bei entsprechend schnell zu- 
greifender Regelung konnte dabei der Heizleiter selbst eine 
der Kontaktschichten der Sensorschicht bilden. 

Aufgrund der geringen Warmedurchgangswiderstande 
erlaubt eine Messung der Temperatur der Kochplatte einen 
unmittelbaren und unverzogerten RuckschluB auf die Tem- 
peratur des Kochgutes. Es ist damit eine neuartige Steue- 
rung des Kochvorganges durchfuhrbar. So kann beispiels- 
weise schon beim Ankochen eine kurzzeitige Abschaltung 
oder Reduzierung der Heizleistung erfolgen, wobei dann aus 
der Charakteristik der dann gemessenen Unstetigkeit im 
Temperaturverlauf auf den Grad der Ankopplung und an- 
dere Kriterien geschlossen werden kann, anhand derer dann 
der weitere Kochvorgang geregelt oder gesteuert wird. Eine 
solche "Kontrollabschaltung" kann dann auch noch im wei- 
teren Verlauf des Kochvorganges mehrfach durchgefuhrt 
werden um den jeweiligen Zustand und Verlauf des Koch- 
vorganges zu ermitteln. 

Der Einbau der Kochplatte in eine Kochmulde, einen 
Kochherd und insbesondere eine dazugehorende Einbau- 
platte erfolgt vorzugsweise dadurch, daB der Kochplatten- 
korper selbsttragend in eine Ausnehmung einer Einbauplatte 
eingesetzt wird, z. B. die Offhung einer Hartglas- oder Glas- 
keramikplatte oder auch in eine Edel- bzw. emaillierte Stahl- 
platte. Auch andere Werkstoffe, z. B. Naturstein- oder 
Kunststeinplatten sind geeignet. Ferner sind auch tempera- 
turbestandige Kunststoff- oder kunststoffgebundene Platten, 
insbesondere mit hohen anorganischem Fullstoffanteil, ein- 
setzbar, z. B. ein unter dem Handelsnamen "SILGRANTT" 
bisher fur Spulbecken verwendeter Werkstoff (Fa. 
BLANCO, Oberderdingen). 

Da es fur den Gebrauch der Kochplatte sinnvoll ist, sie 
nahezu ebenengleich mit der sie umgebenden Einbauplatte 
einzubauen und da auch Verspannungen von dem Kochplat- 
tenkorper ferngehalten werden sollten, ist es sinnvoll, sie 
mit einem warmebestandigen Kleber einzukleben. Dabei 
sollte sie jedoch geringfugig iiber der Oberflache der Ein- 
bauplatte vorstehen, um sicherzustellen, daB ein darauf ste- 
hendes KochgefaB auf der Kochflache und nicht auf der Ein- 
bauplatte aufsteht. 

Bei der Einklebung ist ein kritischer Punkt die Warmebe- 
standigkeit des Klebers. Hier hilft die reladv geringe Quer- 
leitung des Kochplattenkorpers und seine geringe Dicke 
mit, die Temperature n an der Rand-Klebestelle gering zu 
halten. Es ist jedoch sinnvoll, fiir eine gute Warmeableitung 
zur Einbauplatte oder zu anderen, darunter liegenden Me- 
dien, beispielsweise einer Mulde oder eines unteren Koch- 
plattendeckels, zu sorgen. Es sollte also in diesem Bereich 
eine Warmebriicke gebildet werden, die auch in Form eines 
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Auflageringes fur den Kochplattenkorper ausgebildet sein 
kann. 

Vorzugsweise hat der Kochplattenkorper im Randbereich 
eine trichterformige Anschragung und liegt in einer entspre- 
chend ausgebildeten OfFnung der Einbauplatte. Er kann, 5 
falls notwendig, von einem Auflagering abgestiitzt sein, der 
zur Toleranziiberbruckung zwischen den zusammenwirken- 
den Flachen der Einbauplatte und des Kochplattenkorpers 
dient und sornit die genaue Lage der Ebenen von Kochplatte 
und Einbauplatte fur die Klebung vorgibt. 10 

Die Heizung kann mit einer Warmed ammschicht unter- 
legt sein, wobei jedoch diese allenfalls eine Stutzfunktion 
hat. Im wesentlichen ist die Einbauplatte vorteilhaft selbst- 
tragend. 

Da die Kochplatte aufgrund ihrer vergleichsweise niedri- is 
gen Oberflachentemperaturen und, im Gegensatz zu Strah- 
lungsheizkorpem, nicht vorhandenen sichtbaren Eigenstrah- 
lung ihren Beheizungszustand nicht selbst anzeigt, ist es 
sinnvoll, dafiir besondere Mittel vorzusehen. So konnte bei- 
spielsweise im die Elektrokochplatte umgebenden Bereich 20 
der Einbauplatte eine im Betrieb beleuchtete Zone, z. B. 
eine umlaufende Ringzone vorgesehen sein. Sie konnte 
durch Ausnehmung im Dekor einer Hartglas-Einbauplatte 
gebildet sein und auch Lichtleiterelemente, wie einen glas- 
artigen Ring, enthalten. Auch ist eine mittels Dickschicht- 25 
technik bedruckte Folie denkbar, die elektrolumineszente 
Eigenschaften hat. 

Durch die Erfindung wird ein Kochsystem geschaffen, 
das mit extrem guten Wirkungsgraden arbeiten kann. Dies 
ist ein Ergebnis der sehr guten thermischen Ankopplung des 30 
KochgefaBes und seines Inhaltes an die Beheizung mit ge- 
ringen Temperaturdifferenzen zwischen diesen und der Tat- 
sache, daB diese Beheizungsart sehr masse- und speicherarm 
ist Dies wirkt sich besonders in den Ankochwirkungsgra- 
den aus, die bei der herkommlichen, aus GuBeisen bestehen- 35 
den Kontakt-Kochplatte bei 60%, bei Glaskeramikstrah- 
iungs-Kochsystemen bei 70%, bei Induktionskochstellen 
mit ihren hohen Anforderungen an Technik und KochgefaBe 
bei 80% liegen. Mit dem Kochsystem nach der Erfindung 
sind aber Ankochwirkungsgrade um 90% erreichbar. Ein 40 
weiterer groBer Vorteil sind die geringen maximalen Tempe- 
raturen an Kochplatte und Beheizung, die nur wenig uber 
den Temperaturen des Kochgutes liegen. Beim Kochen was- 
serhaltiger Speisen liegen sie also nicht viel uber 100°C, 
wahrend sie auch zum Braten oder Frittieren in siedendem 45 
Ol normalerweise nicht uber 350°C kommen. 

Diese und weitere Merkmale gehen auBer aus den An- 
spruchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen 
hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils fur sich allein 
oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei ei- 50 
ner Ausfuhrungsform der Erfindung und auf anderen Gebie- 
ten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie fur sich schutz- 
fahige Ausfuhrungen darstellen konnen, fur die hier Schutz 
beansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in ein- 
zelne Abschnitte sowie Zwischen-Uberschriften beschran- 55 
ken die unter diesen gemachten Aussagen nicht in ihrer All- 
gemeingultigkeit. 

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

60 

Ein Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung ist in den Zeich- 
nungen dargestellt und wird im Fblgenden naher erlautert. 
In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer in eine Ein- 
bauplatte eingebauten Elektrokochplatte, 65 

Fig. 2 eine schematische Ansicht ihrer Beheizung und 
ihre Temperaturfuhler, 

Fig. 3 ein schematisches Schaltbild, 
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Fig. 4 eine Detail-Unteransicht eines anderen Behei- 
zungs- und Sensorschemas, 

Fig. 5 schematische (und stark uberhdhte) Darstellung ei- 
ner Elektrokochplatte und eines KochgefaBes im vertikalen 
Schnitt, 

Fig. 6 ein stark vergroBerter schematischer Schnitt eines 
Kochplattenkorpers mit Beheizung, 

Fig. 7 einen Schnitt durch einen Kochplattenkorper und 
seine Beheizung, 

Fig. 8 eine entsprechende schematische Darstellung von 
Kochplattenkorperbeheizung und -regelung, 

Fig. 9 bis 17, 19 und 20 verschiedene Einbaualternativen 
der Kochplatte in einer Einbauplatte im vertikalen Detail- 
schnitt, 

Fig. 18 eine perspektivische Ansicht eines in Fig. 17 ge- 
zeigten Einbauringes, 

Fig. 21 und 22 je eine in eine Einbauplatte eingebaute 
Kochmulde mit Einbauplatte und je zwei Elektrokochplat- 
ten, 

Fig. 23 eine schematische Darstellung des Temperatur- 
verlaufes an einer Kochplatte bei einer besonderen Rege- 
iungs- bzw. Temperaturuberwachungsfunktion, 

Fig. 24 bis 29 schematische Ansichten der Beheizung. 

BESCHREIBUNG DES AUSFUHRUNGSBEISPIELS 

Fig. 1 zeigt ein Kochsystem mit einer Elektrokochplatte 
U, von denen eine oder mehrere in eine Einbauplatte 12 ei- 
nes Eiektroherdes, einer Elektrokochmulde o. dgL einge- 
baut sind. Diese kann wiederum in eine Arbeitsplatte 13 
(Fig. 21, 22) eines Kuchenmobels o. dgL eingesetzt sein. 

Wesendicher Bestandteil der Elektrokochplatte ist ein 
Kochplattenkorper 14. Er besteht aus einer meist kreisfor- 
migen (Fig. 2) Scheibe aus nichtoxydischer Keramik, vor- 
zugsweise aus gesintertem Siliziumnitrid (Si 3 N 4 ). Andere 
WerkstofFe sind mdglich, sofern die vorstehend und teil- 
weise auch im folgenden naher erlauterten mechanischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften eingehalten 
werden konnen. Die Dicke der Platte sollte eine Dicke zwi- 
schen 2 mm und 4 mm betragen. 

Am AuBenrand 15 ist der scheibenfbrmige Kochplatten- 
korper 14 konisch ausgebildet, und zwar sich nach unten 
verjiingend Dieser konische AuBenrand 15 ist passend zu 
einem entsprechenden konischen Ofrhungsrand 16 der Ein- 
bauplatte 12 gestaltet. Die Einzelheiten des Einbaus werden 
spater anhand der Fig. 9 bis 16 naher erlautert. 

An der Unterseite des Kochplattenkorpers ist eine Hei- 
zung 17 in Form elektrischer Widerstands-Heizelemente an- 
geordnet, die anhand der Fig. 2 bis 8 noch erlautert wird. Sie 
ist von einer Warmedammung 18, z. B. aus einer "Tablette" 
aus ieicht verpreBtem pyrogenen Kieselsaure- Aerogel, un- 
terlegt, die in einer aus Blech bestehenden TVagerschale 19 
liegt. Sie wird anhand der Fig. 15 und 16 noch beschrieben. 
Im Ausfuhrungsbeispiei der Fig. 1 ist sie zweiteilig aus ei- 
nem umlaufenden Ring 20 und einem unteren Bodenab- 
schnitt 21 gebildet. Die Tragerschale 19 tragt nur die War- 
medammung, da der Kochplattenkorper 14 selbsttragend in 
die Einbauplatte 12 eingesetzt ist. 

Der von der Heizung 17 beheizte Koch- oder Arbeitsbe- 
reich 22 des Kochplattenkorpers 14 reicht bis auf einen eine 
thermische Isolierstrecke bildenden Abstand an den AuBen- 
rand 15 heran. Im uberwiegenden Teil dieses Bereiches, vor- 
zugsweise uber die gesamte obere Kochflache 23 der Elek- 
trokochplatte ist der Kochplattenkorper extrem eben. So- 
wohl in der Makro- wie in der Mikro-Unebenheit, d. h. in 
der groBraumigen Welligkeit und in der Rauhigkeit, weicht 
die Oberflache 23 nicht mehr als 0,1 mm, vorzugsweise so- 
gar nicht mehr als 0,05 mm, von einer idealen Ebene ab. Zu 
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diesem Zweck ist die Oberflache des Kochplattenkorpers 
eben geschliffen oder auf andere Weise oberflachenbearbei- 
tet 

Die gleichen Voraussetzungen gelten fur die untere Fla- 
che 24 eines daraufstehenden KochgefaBes 25, so daB der 5 
natiirlich stets vorhandene Mikrospalt 26 zwischen den Ra- 
chen 23 und 24 sich im Bereich zwischen 0 mm und hoch- 
stens 0,2 mm bewegt Vor allem wird aber diese Ebenheits- 
bedingung nicht nur bei Raumtemperatur, sondern in einem 
Bereich zwischen dieser und ca. 500 K, vorzugsweise sogar 10 
bis 600 K, eingehalten, so daB im gesamten Arbeits-Tempe- 
raturbereich der Kochplatte diese minimale Spaltdicke gilt. 

Bei bisherigen Kochplatten und den darauf verwendeten 
Kochgeschirren wurden diese Werte bei weitem uberschrit- 
ten. Vor allem anderte sich die Makrogestalt der Kochflache 15 
im Arbeitstemperaturbereich durch unterschiedliche War- 
medehnungen, und zwar auch abhangig von den Bedingun- 
gen der Warmezufuhr und -abnahme, d. h. der Kuhlung der 
Oberflache. Da trotz des Versuches, im kalten Zustand 
ebene Kochflachen zu schaffen, dies nicht eingehalten wer- 20 
den konnte und sich auch im Betrieb dauernd anderte, wur- 
den selbst aufgrund bestehender Normen die unteren Ra- 
chen der KochgefaBe bewuBt konkav ausgefuhrt, damit we- 
nigstens am AuBenrand dieser Spalt kleiner wurde und das 
KochgefaB auf der Kochplatte nicht "kippeln" konnte. 25 

Durch die Einhaltung der extremen Ebenheit und Anpas- 
sung an die zugehorige Rache 24 des KochgefaBes werden 
die Temperaturu n terse hiede zwischen der in direktem War- 
mekontakt mit der unteren Rache 27 des Kochplattenkor- 
pers stehenden Heizung 17 und dem Inneren des Kochgefa- 30 
Bes und damit dem Kochgut sehr gering. Sie betragen nur 
wenige K. Dieser gesamte Temperaturunterschied, der fol- 
gende Ubergangs- bzw. Durchgangswerte beinhaltet: War- 
meubergangheizung/Kochpiattenkorper, Warmeleitung im 
Kochplattenkorper, Warmedurchgang durch den Mikrospalt 35 
26 sowie Warmeleitung im Kochtopfboden, kann unter 50 
K, vorzugsweise unter 30 K liegen und unterscheidet sich 
damit um eine GroBenordnung von den Werten bisheriger 
Kochplatten. Diese geringen TemperaturdifFerenzen tragen 
auch dazu bei, daB die sie bewirkenden Bedingungen, & h. 40 
Ebenheit unter alien Temperaturbedingungen etc. dauerhaft 
eingehalten werden. Es ware auch moglich, durch eine der 
Temperaturschichtung entgegenwirkende Materialbeein- 
flussung und/oder unterschiedliche WerkstofFschichtung 
eine "Anu-Bimetall-Wirkung" im Kochplattenkorper und/ 45 
oder im KochgefaBboden zu schaffen, indem die warmeren 
Rachen geringer warmedehnend ausgefuhrt werden. 

Das KochgefaB 25 ist in Fig. 1 in der ublichen GroBenre- 
lation gezeigt, d. h. entsprechend bisherigen Empfehlungen 
in der GroBe der unteren Rache 24 etwas groBer als der Au- 50 
Bendurchmesser des Kochplattenkorpers. Die untere Rache 
des Kochtopfbodens steht daher nach oben etwas liber die 
obere Rache 28 der Einbauplatte uber. Dieser Uberstand der 
Kochflache 23 uber die Einbauplatte sollte zwar mdglichst 
gering sein, beispielsweise in der GroBenordnung von 55 
0,5 mm bis 1 mm, jedoch sollte dieser Wert mit Sicherheit 
eingehalten sein, damit nicht der Mikrospalt 26 durch ein 
Aufstehen des KochgefaBes auf der Einbauplatte unzulassig 
vergroBert wird. 

Aufgrund der extrem guten Warmeiibertragung und der 60 
Ebenheit ist es allerdings kaum notig, daB das KochgefaB 
seitlich uber die Kochflache ubersteht. Es ist sogar vorteil- 
haft, wenn das KochgefaB im Durchmesser etwas kleiner ist 
als die Kochflache (in Fig. 1 strichpunktiert angedeutet), 
weil dadurch das KochgefaB keine Warmebriicke zwischen 65 
der beheizten Rache (Kochbereich 22) und dem AuBenrand 
15 des Kochplattenkorpers 14 bildet. 

Das Material des Kochplattenkorpers ist Siliziumnitrid 
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(Si 3 N 4 ), das jedoch durch gewollte Zusatze oder auch durch 
ungewollte Verunreinigungen unterschiedliche Eigenschaf- 
ten haben kann. Wahrend das Material in reiner Form na- 
hezu weiB ist, kann es in weniger reiner Form auch recht 
dunkel erscheinen. Vorzugsweise kann es aber auch durch 
entsprechende Farbadditive in unterschiedlichen Farben, 
beispielsweise griin oder rotbraun, eingefarbt werden. Dies 
erhoht die Attraktivitat in einem so sehr vom Design be- 
stimmten Gebiet wie dem des Kuchenbaus. 

Beziighch der technischen Eigenschaften sollten folgende 
Charakteristika beachtet werden: 

Die Warmeleitfahigkeit des Kochplattenmaterials sollte 
zwischen 5 und 40, vorzugsweise zwischen 8 und 20 W/mK 
betragen. Da die Mikro-Ebenheit sich durch Verkratzung 
etc. zu Ungunsten der Warmeubertragung verandern konnte, 
sollte die Oberflache des Kochplattenkorpers moglichst 
kratzfest sein. Dazu sollte die Harte uber 1400 (HV 10 nach 
DIN 50 133) betragen. Zur Mikro-Ebenheit ist zu bemerken, 
daB sich die fur die Funktion wesentlichen Werte auf Durch- 
schnitts-Rauhigkeitswerte beziehen. Einzelne tiefere Riefen 
beeintrachtigen jedenfalls die Warmeubertragung viel weni- 
ger als viele weniger tiefe Vertiefungen oder gar ein hoch- 
stehender Grad. Insofem ist fiir das Kochplattenmaterial 
auch wichtig, daB es eine geringere Duktilitat hat als Metalle 
es Ciblicherweise haben, weil dadurch bei einem Kratzer eine 
Gratbildung entfallt. 

Der spezifische elektrische Widerstand des Materials des 
Kochplattenkorpers sollte uber lxlO 6 , vorzugsweise uber 
ca. lxlO 13 Ohm/cm betragen. Dieser Wert, der auBer von 
dem Grundmaterial auch von Beimengungen beeinfluBt 
wird, sollte so hoch liegen, damit die Heizung unmittelbar 
auf die untere Rache 27 des Kochplattenkorpers 14 aufge- 
bracht werden kann, ohne daB eine Isolierschicht zwischen- 
zuschalten ist Dies ist aber ebenfalls moglich, beispiels- 
weise durch Rammspritzen von Aluminiumoxid auf die Un- 
terseite. Bei entsprechend geringer Schichtdicke ist die Be- 
eintrachtigung des Warmedurchganges gering. AuBerdem 
kann diese Schicht als Haftvermittler fur die Anbringung 
der Heizung dienen. 

Die Warmeausdehnungszahl des Kochplattenmaterials 
sollte zwischen 2 und 6xlO r6 [l/K] betragen. 

AuBer den reinen Materialeigenschaften spielen auch 
Charakteristika eine groBe Rolle, die sich aus der Kombina- 
tion von Material werten und entsprechenden Abmessungen 
bzw. Leistungswerten ergeben. Wichtig ist die Warme- 
durchgangszahl in der Kochplatte (unter Ausklammerung 
der Warmeubergangs-Widerstande an beiden Seitenflachen 
des Kochplattenkorpers). Sie ergibt sich aus dem Verhaltnis 
der Warmeleitfahigkeit (Lambda) zur durchschnittlichen 
Kochplattenkorperdicke (d) im Kochbereich. Hier ist ein 
Wert unter 20.000 W/m 2 K gUnstig, damit die die Warme 
zum Kochplattenrand hin ableitende Warmeleitung in der 
Kochplatte begrenzt bleibt, wahrend durch die geringe 
Dicke des Kochplattenkorpers der Warmedurchgang in 
HauptwarmefluBrichtung, d. h. zwischen den beiden Fla- 
chen 24 und 27 ausreichend hoch ist. 

Bei der Bemessung der installierten Leistung der Heizung 
ist folgendes zu beriicksichtigen: 

Die Speicherenergie des Kochplattenkorpers sollte sehr ge- 
ring sein. Sie liegt zwischen 7 und 130 J/W, bevorzugt bei 
10 bis 50 J/W. Dies garantiert schnelle Aufheizung und gute 
Anheizwirkungsgrade bei erhaltenen Regelmoglichkeiten. 
Die Oberflachenbeiastung kann der iiblicher Kochplatten 
entsprechend und zwischen 4 und 16 W/cm 2 (5 bis 7 
W/cm 2 ) betragen. 

Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Kochplattenkorpers 14 von 
unten. Man erkennt in dunnen Bahnen mehrwindig spiral- 
formig aufgebrachte Heizleiterbahnen 29 mit AnschluBfla- 
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chen 30, an denen beispielsweise durch mechanische Kon- 
taktiemng, SchweiBen (z. B. mittels Ultraschall) oder Lo- 
tung AnschiuBdrahte angebracht sein konnen. Die Heizlei- 
terbahnen 31, 32, 33, die in jeweils drei zueinander paralle- 
len Bahnen sechs bis sieben Spiralwindungen machen, lie- 5 
gen so eng, daB selbst bei Einschaltung nur einer oder einige 
dieser Bahnen eine gleichmaBige Beheizung moglich ist. 
Sie sind in Form von Dickschichtwiderstanden direkt auf 
die Unterseite des Kochplattenkorpers aufgebracht, indem 
das entsprechende Muster mit einer Dickschichtpaste aufge- 10 
druckt wird und dann durch Warmebehandlung der Heizlei- 
ter verfestigt wird. Aufgrund der Anschlusse ist die in Fig. 3 
gezeigte Schaltung moglich, bei der die einzelnen Heizlei- 
terabschnitte 31, 32, 33 in einer an sich bekannten Sieben- 
Takt-Schaltung, z. B. mit einem Nockenschalter 34 oder 15 
auch elektronisch in einzelnen Schaltkombinationen ge- 
schaltet werden konnen, um zwischen einer hochsten Lei- 
stungsstufe (alle drei Heizleiter parallel) bis zu einer klein- 
sten Heizstufe (alle Heizleiter in Reihe) in den unterschied- 
lichen Kombinationen von Parallel-, Einzel- und Reihen- 20 
schaltung sechs verschiedene Leistungsstufen hervorzubrin- 
gen. In der untersten Leistungsstufe (Heizleiter 31 bis 33 in 
Reihe) kann zusatzlich iiber einen Vorsatzschalter 35 ein 
taktendes Leistungssteuergerat eingeschaltet werden, das 
noch geringere Leistungen durch unterschiedliche relative 25 
Einschaltdauern der taktenden Leistungszufuhr ermoglicht 
Wird eine Vollwellen-Impulspaketstreuerung verwendet, 
kann die Heizung aus einem einzigen Widerstand bestehen. 

Fig. 1 zeigt am Rand des Kochplattenkorpers Tempera- 
tursensoren 37, die in gleicher Weise mittels Dickschicht- 30 
technik aufgedruckt sind. Sie uberwachen dort den wegen 
des Einbaus temperaturkritischen Randbereich. Sie sollten, 
wie alle Temperaturuberwachungsorgane der Kochplatte, 
nicht summierend geschaltet sein, sondern ihre Uberwa- 
cherfunktion schon dann auslosen, wenn ein einzelner von 35 
ihnen seine Abschalttemperatur erreicht Es ist daher in Fig. 
3 angedeutet, daB der von ihnen bediente Temperaturbe- 
grenzer 37 jeweils einzeln mit ihnen in Verbindung steht und 
bei einem Ansprechen die gesamte Heizung abschaltet. 

Fig. 4 zeigt ein anderes Heizleitermuster. Dort sind die 40 
Heizleiter 29 in Form einer runden Zick-Zack-Linie gelegt. 
In den nach auBen ofFenen Bereichen zwischen den Heizlei- 
tern 29 sind Sensorbahnen 37 angeordnet. 

Anhand von Fig. 1 wurde beschrieben, daB bei der dort 
gezeigten Ausfuhrung die Kochflache 23 extrem eben ist 45 
Fig. 5 zeigt, in zur Veranschaulichung starker Oberhohung, 
eine Ausfuhrung, bei der die Kochflache 23 des Kochplat- 
tenkorpers 14 in Form einer Kugelkalotte ballig (konvex) 
nach oben gewolbt ist Bei einer solchen Ausfuhrung ist es 
notwendig, daB die untere Flache 24 des Kochtopfbodens 39 50 
die entsprechende Gestalt hat, d. h. in diesem Falle in glei- 
cher Weise konkav gewolbt ist Auch hierfur sind die fur die 
Ebenheit aufgestellten "Vbraussetzungen einzuhalten, d. h. 
der Mikrospalt 26 zwischen den Flachen 23 und 24 sollte im 
Arbeitsbereich der Kochplattentemperatur nicht Ciber 55 
0,1 mm ansteigen. Der Kochplattenkorper 14 kann, wie ge- 
zeigt schwach linsenformig, so daB er eine ebene Unterseite 
behalt, oder auch an der Unterseite entsprechend gewolbt 
sein, 

Der Boden des Kochplattenkorpers kann bei der Ausfiih- 60 
rung nach Fig. 1 und 5 ebenfalls aus einer nicht oxydischen 
Keramik bestehen. Grundsatzlich sind hier jedoch keine 
Einschrankungen bzgl. der Materialwahl zu treffen, sofem 
die geforderten Ebenheits-Kriterien erfullt sind 

Fig. 6 zeigt in starker VergroBerung einen vertikalen 65 
Schnitt durch einen Kochplattenkorper 14. Bei ihm sind, 
ebenso wie in Fig. 5, die an den Rand 15 angrenzenden Be- 
reiche mit einem abgeschragten Ubergang versehen, um so 



trotz des geringen Uberstande uber der Oberflache 28 der 
Einbauplatte 12 ein moglichst problemloses "Uberschieben" 
des KochgefaBes 25 auf die und von der Kochflache zu er- 
moglichen. Abgesehen von der Abschragung 40 ist die 
Oberseite 23 der Kochflache eben. Die Unterseite ist im we- 
sentlichen auch eben, hat jedoch ein bei der Herstellung er- 
zeugtes Profll 41. Es enthalt vertieft das Muster der Hei- 
zungsverlegung, z. B. entsprechend dem in Fig. 2 gezeigten 
Muster. Zwischen diesen Vertiefungen 42 sind nach unten 
vorspringende Erhebungen oder Stege 43 ausgebildet 

Zur Herstellung der Heizung 17 wird die Unterseite ganz- 
flachig mit einem Heizleitermaterial beschichtet. Dies kann 
beispielsweise durch Flammspritzen bzw. Plasmaspritzen 
erfolgen. Mit diesem Verfahren kann man relativ kostengiin- 
stig und bei groBer Materialauswahlmoglichkeit Heizwider- 
standsmaterialen aufbringen. Es ist nur schwierig, beim 
Flammspritzen seitlich scharf begrenzte Profile herzustel- 
len. Bei der in Fig. 6 gezeigten Herstellungsweise kann je- 
doch die Beschichtung ganz flachig erfolgen, wobei durch 
die senkrecht zur Unterseite 27 erfolgende Spritzrichtung 
ohnehin die horizontalen Flachen bevorzugt beschichtet 
werden. 

Danach wird die Unterseite 27 des Kochplattenkorpers 14 
iibergeschliffen, und zwar soweit, daB das auf den Stegen 43 
abgelagerte Heizleitermaterial abgetragen wird. Es verblei- 
ben dann lediglich die Heizleiterbahnen 29 in den jeweili- 
gen Vertiefungen 41 und bilden somit das gewunschte Heiz- 
leitermuster bzw. -profit 

Fig. 6 zeigt ferner Beliiftungskanale 110, die in der Ober- 
flache 23 vorgesehen sind. Sie bilden ein System von sehr 
schmalen Kanalen, die radial und in Umfangsrichtung ver- 
laufen und dafur sorgen, daB die ebenen Flachen 23, 24 nicht 
infolge Sogwirkung so aneinander haften, daB der Topf 
kaum abnehmbar ist Ein Beluftungskanalsystem kann auch 
in der Flache 24, d. h. im Kochtopfboden, vorgesehen sein. 
Das Beluftungskanal-System kann auch Bohrungen oder 
Offnungen enthalten, die den Kochplattenkorper 14 und/ 
oder, wenn das aus Dichtheitsgriinden moglich ist, den 
KochgefaBboden ganz oder teilweise durchdringen. 

Fig. 7 zeigt in schematischer Darstellung die Heizung 17 
eines Kochplattenkorpers 14, bei der die Heizung aus ein- 
zelnen Blocken 29a aus einem Heizleitermaterial mit PTC- 
Charakteristik besteht Ein solches Material ist beispiels- 
weise Bariumtitanat Die Plattchen 29a sind zwischen zwei 
Kontaktierungsfolien 44 eingelegt, von denen die eine sich 
an der Unterseite 27 des Kochplattenkorpers abstutzt und 
die andere von der Warmedammung 18 angedriickt wird. Es 
ist auch moglich, diese Kontaktierungsfolien mit dem Koch- 
plattenkorper und/oder den Heizleiterplattchen 29a auf an- 
dere Weise zu verbinden, beispielsweise durch warmebe- 
standigen und ggf. elektrisch leitenden Kleber. 

Aufgrund der positiven Temperaturcharakteristik des Wi- 
derstandes (PTC), die die Plattchen 29 haben, flieBt dort ein 
leistungsentsprechender Strom von der einen zur anderen 
Kontaktierungsfolie 44 nur so lange, bis die fur die Sprung- 
charakteristik des gewahlten PTC-Materials typische Tem- 
peratur erreicht ist, namlich die durch die Materialeigen- 
schaften des PTC-Materials bestimmten Begrenzungstem- 
peratur. Bei ihr erfolgt ein sprunghafter Anstieg des elektri- 
schen Widerstandes. Diese Art der Beheizung hat den Vor- 
teil, daB sie ohne jeden gesonderten Temperaturtuhler oder 
entsprechende BegrenzungsmaBnahmen Temperaturuber- 
schreitungen verhindert, und zwar punktuell an den Stellen, 
an denen eine Uberhitzung auftreten wiirde. Sie sichern also 
die Kochplatte nicht nur gegen generelle Uberhitzung, son- 
dern auch gegen "heiBe Flecken", beispielsweise bei einem 
versehentlich verschoben aufgesetzten Topf. 

Fig. 8 zeigt eine Ausfuhrung, bei der der Kochplattenkor- 
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per 14 mit einer in beliebiger Weise, bei spiels weise in Dick- 
schichttechnik nach Fig. 1, aufgebrachten Heizung 17 ver- 
sehen ist. Ein Temperatursensor 37a wird dadurch erzeugt, 
daB die Heizleiterbahnen 29 und auch die dazwischen lie- 
genden, sie trennenden Abschnitte mit einer bei Raumtem- 5 
peratur isolierenden Sensor-Zwischenschicht 45 uberdeckt 
sind, z. B. aus einer Glasschmelze oder einer Polyimidfolie 
(Kapton). Diese Materialien haben eine NTC-Charakteri- 
stik, also einen bei einer bestimmten Temperatur sprunghafl 
abnehmenden elektrischen Widerstand, somit eine Art to 
"Durchbruchs-Charakteristik" . 

Unterhalb dieser Sensor-Schicht 45 ist eine Sensor-Kon- 
taktschicht 46, beispielsweise eine diinne Metallschicht auf- 
gebracht. 

Unabhangig von dem elektrischen LeistungsanscbluB 46 15 
der Heizung 17 und in einem anderen Stromkreis wird eine 
ggf. hochfrequente Sensorspannung zwischen den Heizlei- 
terbahnen 29 und der Sensorkontaktschicht 46 angelegt. Bei 
einer Uberhitzung fallt der Widerstand der Sensorzwischen- 
schicht 45 sprunghaft und durch den damit entstehenden 20 
SchluB zwischen Heizleiterbahn 29 und Kontaktschicht 37a 
kann ein angeschlossener Temperaturbegrenzer 38 eine 
Uberhitzung feststellen und die Heizung abschalten. Dies 
muB allerdings sehr kurzfristig geschehen, da anderenfalls 
iiber mehrere "Durchbriiche" sonst ein KurzschluB zwischen 25 
einzelnen Heizleiterbahnen entstehen konnte. Diese Forde- 
rung entfallt, wenn beide Kontaktschichten elektrisch von 
der Heizung 17 getrennt sind. 

Fig. 9 zeigt ein Detail des Einbaus des Kochplattenkor- 
pers 14 in eine Einbaupiatte 12. Es ist dort zu erkennen, daB 30 
zwischen dem trichterformig ausgebildeten Offnungsrand 
der Einbaupiatte und dem entsprechend geformten Rand 15 
des Kochplattenkorpers ein wannebestandiger Kleber 47 
eingebracht ist, der die Kochplatte unmittelbar in der Ein- 
baupiatte selbsttragend festlegt. Bei dem Kleber kann es 35 
sich um einen warmebestandigen Silikonkleber handeln, der 
normalerweise bis zu Temperaturen von 250°C (300°C) be- 
standig ist. Ein zylindrischer Abschnitt 48 sorgt flir eine ge- 
naue Zentrierung. Bei der Einbaupiatte 12 kann es sich um 
eine Hartglasplatte handeln. Es sind aber auch Platten aus 40 
Glaskeramik moglich, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Auch Platten aus Natur- oder Kunststein, beispielsweise 
Granit, oder mit anorganischen, warmebestandigen Fullstof- 
fen versehene kunststoffgebundene Platten, wie "Silgranit" 
der Flrma BLANCO, Oberderdingen, oder Edelstahl- oder 45 
emaillierte Stahlplatten sind moglich. 

Da stets ein kleiner Abstand a zwischen der Kochflache 
23 und der Oberflache 28 der Einbaupiatte 12 eingehalten 
werden muB und infolge von Herstellungstoleranzen bei den 
Randern 15 und 16, unterstutzt durch die Konizitat, sowie 50 
durch unterschiedliche Kleberdicken leicht Toleranzen auf- 
treten konnten, die die Einhaltung dieses Abstands a in 
Frage stellen, kann gemaB Fig. 10 mit einer Lehre 49 gear- 
beitet werden. Diese wird in die Offnung 50 der Einbau- 
piatte eingefuhrt und faBt mit einem Flansch 51 unter diese. 55 
Die Oberflache 52 des in die Offnung 50 eingreifenden Ab- 
schnittes der Lehre 49 bildet somit eine von der Geometrie 
der Rander 15, 16 unabhangige Bezugsflache, auf die der 
Kochplattenkorper 14 aufgelegt werden kann, wahrend er 
mittels des Klebers 47 eingeklebt wird. 60 

Fig. 11 und 12 zeigen z. B. entsprechend Fig. 10 angefer- 
tigte Einbauvarianten mit geringerer Konizitat der Rander 
15, 16 (Fig. 11) bzw. eine rein zylindrische Anordnung der 
Klebefuge (Fig. 12). 

Fig. 13 zeigt einen Einbauring 53 bei einem Einbau mit 65 
zylindrischen Offhungen bzw. Randern entsprechend Fig. 
12. Der im Querschnitt Z-formige Einbauring ubernimmt 
die Aufgabe der Lehre 49 und stelit somit die Einhaltung des 
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Abstandes a sicher, hat aber zusatzlich die Aufgabe, eine 
Warmebrucke im Randbereich zu schaffen, so daB von der 
Beheizung 17 zum Rand stromende Warme iiber diesen 
Ring abgeleitet wird, ggf. auch zu einer Tragerschale 19, 
wie in Fig. 1 dargestellt. Der dort gezeigte konische Einsatz- 
ring 20 konnte also hier durch den Z-Ring 53 ersetzt werden. 
Auf diese Weise wird die temperaturempfindliche Klebe- 
stelle 47 thermisch entlasteL 

Fig. 14 zeigt einen Aufbau mit ziemlich hoch aufgesetzter 
Kochplatte. Sie hat an ihrer Oberseite eine Abrundung 40a 
im Randbereich und an dessen Unterseite eine winklige 
Randausnehmung, zwischen der und einer im ubrigen zylin- 
drischen Offnung 50 der Einbaupiatte eine winklige Kleber- 
schicht eingebracht ist. 

Fig. 15 zeigt einen Einbau mit konischen Randern 15, 16, 
bei der die Tragerschale 19 aus einem Stuck gefertigt ist und 
an ihrer oberen Randkante eine trichterformige Aufweitung 
54 aufweist, die zu dem trichterformigen Rand 16 der Ein- 
baupiatte 12 paBL 

Die dreieckige Ausnehmung 68 zwischen dem Randbe- 
reich der Unterseite 27 des Kochplattenkorpers und der 
Randaufweitung 54 kann bereits bei der Herstellung der 
Kochplatte mit einem Silikonkleber oder einem anderen Kitt 
o. dgL gefullt werden. Damit ist die Tragerschale 29 mit 
dem Kochplattenkorper 14 verbunden und die dazwischen 
eingelegte oder angebrachte Heizung 17 sowie ein ggf. an- 
gebrachter Temperatursensor 37 und die Warmedammung 
18 sind in ihren richtigen Positionen zueinander festgelegt 
Eine so entstandene "Einzeikochplatte" kann dann mittels 
einer Silikonkleberschicht 47 in die Offnung 50 der Einbau- 
piatte 50 eingesetzt werden. Eine andere Moglichkeit, eine 
"Einzelkochplatte" zu schaffen, die nachtraglich in eine Ein- 
baupiatte 12 eingesetzt wird, ist in Fig. 16 dargestellt, Dort 
ist der Kochplattenkorper 14 im unteren Randbereich mit- 
tels einer Metall-Keramik-Verbindung 55 mit einem nach 
auBen ragenden Flansch 54a der Tragerschale 19 verbunden. 
Es entsteht so ebenfalls eine handhabbare und handelsfahige 
Kochplatteneinheit, die wiederum mittels einer Kleber- 
schicht 47 in die trichterformige Offnung der Einbaupiatte 
eingesetzt werden kann. 

Zu den Fig. 14 bis 16 ist zu bemerken, daB sie eine Uber- 
briickung eines relativ groBen seitlichen Spaltes zwischen 
der Einbaupiatte und dem Kochplattenkorper ermoglichen. 
Dies kann notwendig sein, da beispielsweise bei der Herstel- 
lung der Einbaupiatte aus Hartglas dieses in ungehartetem 
Zustand bearbeitet werden muB. Wahrend des Hartevorgan- 
ges ist ein die MaBhaltigkeit beeintrachtigender Verzug un- 
vermeidbar. Um diese Toleranzen zu uberbriicken, muB ein 
relativ groBer von dem Kleber 47 uberbruckter Abstand vor- 
gesehen werden. Bei den Ausfuhrungen nach Fig. 15 und 16 
sind die entsprechenden Silikonfugen sichtbar, wahrend sie 
vorteilhaft bei der Ausfuhrung nach Fig. 14 abgedeckt und 
optisch nicht mehr storend sind. 

Fig. 17 und 18 zeigen eine kleberfreie Einbauvariante, bei 
der der mit einer oberen umlaufenden Randausnehmung 57 
versehene Kochplattenkorper 14 von einem Einbauring 20 
getragen wird. Dieser besteht aus einem im wesentlichen zy- 
lindrischen Ringabschnitt 58 (siehe auch Fig. 18), der mit- 
tels widerhakenartigen, als teil weise ausgestanzte Lappen 
59 aus seiner Oberflache heraus abgebogenen Halteelemen- 
ten 59 sich einerseits an der Unterseite der Einbaupiatte 12 
festhalt und andererseits mittels eines durch Punktschwei- 
Bung 60 mit ihm verbundenen Auflagering 71 auf der Ober- 
flache 28 der Einbaupiatte sich abstiitzt. Wie in Fig. 18 sche- 
matisch angedeutet ist, sind aus dem Ringabschnitt 58 meh- 
rere Haltelaschen 59 fur jede der mehreren am Urn fang ver- 
teilten Halteelementgruppen ausgestanzt, und zwar mit sehr 
geringem Unterschied in der axialen Hone, so daB Toleran- 
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zen oder bewuBte Unterschiede in der Dicke der Einbau- 
platte 12 beriicksichtigt werden konnen. Aus dem vorberei- 
teteo Einbauring werden dann entweder nur die Laschen 
herausgebogen, die fur die jeweilige Einbauplattendicke 
passen, oder zum Toleranzausgleich wiirden alle Laschen 
ausgcbogen werden und nur diejenigen einrasten, die beim 
Hineindriicken des Ringes 20 von oben in Einrastposition 
kommen. 

AuBer den nach auBen abgebogenen Halteelementen 59 
sind ebenso hergestellte Halteelemente 61 nach innen ge- 
richtet, die unter den sich unterhalb der Randausnehmung 
57 bildenden Ransch 62 greifen und diesen nach oben ge- 
gen eine nach unten gerichtete Abbiegung des Auflagerin- 
ges 71 driicken. An dieser Abbiegung kann ebenfalls ein wi- 
derhakenartiges Halteelement 63 nach innen abgebogen sein 
und sich im Bereich der Randausnehmung 57 zur klapper- 
freien Fesdegung des Kochplattenkorpers 14 an diesem ver- 
krallen. 

Fig. 19 zeigt einen Einbauring 20, der sich ebenfalls mit 
Halteelementen 59 der in Fig. 17 und 18 gezeigten Art an 
der Unterseite der Einbauplatte 12 festhalt. Der Auflagering 
71 ist einstuckig mit dem Ringabschnitt 58 aus Blech herge- 
stellt. Die Festlegung des Kochplattenkorpers 14 erfolgt 
durch in dem Ringabschnitt 58 vorgesehene Auspragungen 
58, die in Vertiefungen 64, beispielsweise eine Ringnut, am 
AuBenumfang des Kochplattenkorpers eingreifen. 

Die Ausfuhrung nach Fig. 20 ist mit einem Ring 20 ver- 
sehen, der dem nach Fig. 19 entspricht, bis auf die Tatsache, 
daB statt der Auspragung 65 ein von oben nach unten wider- 
hakenartig gerichtetes Halteelement 66 in die Randausneh- 
mung 64 des Kochplattenkorpers eingreift Bei Fig. 19 und 
20 kann also der Kochplattenkorper aufgrund der elasti- 
schen Eigenschaften des Blechringes 20 in den Ring einge- 
schnappt werden. Dabei kann vorgesehen sein, daB dieses 
Einschnappen nur moglich ist, solange der Ring 20 noch 
nicht in die Ofmung 50 der Einbauplatte 20 eingebaut ist, so 
daB der Kochplattenkorper 14 im in die Einbauplatte einge- 
bauten Zustand gegen versehentliches Herausdriicken gesi- 
chert ist. 

Fig. 21 zeigt eine Kochmulde 70, die in einem flachscha- 
lenformigen Biechgehause 72 eine Einbauplatte 12 mit 
mehreren, meist vier, darin eingebauten Elektrokochplatten 
11 enthalt Die Kochmulde ist in eine Arbeitsplatte 13 einge- 
baut. In ihr ist eine Bedieneinrichtung 73 vorgesehen, die 
mit Beriihrungs- bzw. Annaherungsschaltern 74 (Touch- 
Control) arbeitet, die durch die Einbauplatte 12 hindurch be- 
tatigbar sind. 

Aufgrund der Tatsache, daB die Einbauplatte aus einem 
transparenten Material, beispielsweise Hartglas oder Glas- 
keramik besteht, jedoch im Gegensatz zu Strahlungsheizun- 
gen thermisch nur gering belastet ist, ist es moglich, ein an 
der Unterseite der Einbauplatte vorgesehenes Dekor 75 in 
Form von einer oder mehrerer Schichten herzustellen, die 
nicht so hohen thermischen Anforderungen entsprechen 
mussen und auch nach der Glasherstellung noch angebracht 
werden konnen. Es ist daher vorgesehen, das Dekor durch 
ein Druckverfahren, beispielsweise durch Siebdruck auf die 
Unterseite der Einbauplatte aufzubringen. Dadurch ergibt 
sich die Moglichkeit, das Dekor 75 mittels individueller 
Bild- und/oder Textverarbeitung z. B. durch Computer-Gra- 
fik zu erstellen, so daB es sowohl in der Form als auch in der 
Farbgestaltung individuellen Kundenwunschen angepaBt 
werden kann. Dies kann einerseits dazu benutzt werden, in- 
nerhalb einer Modellreihe verschiedene Varianten farblicher 
oder gestalterischer Art auswahlbar zu machen oder auch 
tatsachlich ganzlich und kundeneigene Entwurfe zu verar- 
beiten oder das Dekor dem jeweiligen Kuchenmobeldesign 
anzupassen. 
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AuBer einer Aufbringung im Druckverfahren kann das 
Dekor auch auf einer Folie enthalten sein, die an der Unter- 
seite der Einbauplatte angednickt und/oder von dieser ge- 
halten wird. 

5 Fig. 22 zeigt eine Ausfuhrung, die der nach Fig. 21 ent- 
spricht, wobei jedoch in dem Dekor 75, das fest an der Ein- 
bauplatte 75 vorgesehen ist, ein Fenster 76 ausgebildet ist, 
unter dem ein Bild- oder Texttrager 77 angeordnet ist. 
Wahrend es auch bei der Ausfuhrung nach Fig. 21 mdg- 
10 lich ist, im Rahmen des individuell gestalteten Dekors Text- 
informationen anzubringen, beispielsweise in Form beson- 
ders beliebter Rezepte, kann durch den Bild- oder Texttrager 
77 diese Information auch auswechselbar bzw. weiterschalt- 
bar gemacht werden. In Fig. 22 ist ein System mit zwei Auf- 
15 wickelrollen 78 fur eine Folie 79 vorgesehen, die ggf. von 
unten durch eine Lampe 80 zu beleuchten ist. Durch manu- 
elle und/oder programmgesteuerte oder automatische Wei- 
terschaltung kann jeweils ein bestimmter Abschnitt der Fo- 
lie unter das Fenster gebracht werden, so daB beispielsweise 
20 aufgrund einer Eingabe iiber das Bedienfeld 73 jeweils ein 
bestimmtes Rezept oder ein Abschnitt aus einem Kochbuch 
in dem Fenster erscheint. 

Der Bild- oder Texttrager kann auch mittels eines Projek- 
tionsgerates arbeiten oder auch andere Mittel zur Sichtbar- 
25 machung benutzen, beispielsweise Bildschirme. Da bei mo 
deraeren Kochgeraten ohnehin in die Bedieneinrichtung 
eine elektronische Datenverarbeitung integriert ist, konnte 
diese auch zur Steuerung einer solchen Anzeige eingesetzt 
werden, indem beispielsweise in Abhangigkeit von einem 
30 bestimmten Kochprogramm die entsprechenden Rezepte 
sichtbar gemacht werden oder umgekehrt, bei Einstellung 
eines bestimmten Rezeptes gleichzeitig der Ablauf des 
Kochprogrammes vorgegeben oder vorgeschlagen wird. 
Selbst eine Meniisteuerung des Kochvorganges iiber diese 
35 Anzeige ware moglich. Es wird also eine Anzeigemoglich- 
keit geschaffen, die durch die Einbauplatte hindurch die 
Sichtbarmachung unterschiedlichster optischer Elemente er- 
moglicht, beginnend von rein dekorativen Elementen iiber 
begleitende Informationen bis zu unmittelbaren Steuerungs- 
40 informationen zur aktiven Beeinflussung des Kochvorgan- 
ges. Es konnten beispielsweise auch Informationen iiber den 
jeweiligen Kochzustand, Temperaturen etc. dort mit einge- 
blendet werden. 

In Fig. 21 ist noch dargestellt, daB bei einer der Kochplat- 
45 ten 11 eine Zustandsanzeige 81 vorgesehen ist. Sie enthalt 
im Dekor 75 einen ringformigen transparenten oder unter- 
brochenen Bereich 82, der die Kochplatte 11 umgibt. Darun- 
ter ist ein zylindrischer Ring aus Glas oder glasartigem Ma- 
terial, wie Plexiglas angeordnet, der einen Lichdeiter 83 bil- 
50 det. Er wird im Bereich von ein oder mehreren Ausschnitten 
von Lampen 84 beleuchtet und verteilt dieses Licht iiber den 
gesamten Umfang, so daB bei Einschaltung der Lampen 84 
von der Oberseite der Einbauplatte her ein Leuchtring um 
die Kochplatte herum zu erkennen ist. Die Lampen werden 
55 eingeschaltet, wenn die Kochplatte in Betrieb gesetzt wird 
und die Ausschaltung erfolgt sinnvollerweise erst nach Ab- 
kuhlung der Kochplatte. Darnit wird einerseits eine Zu- 
stands- aber auch HeiBanzeige geschaffen. Durch verschie- 
dene Farben konnen auch unterschiedliche Temperatur- 
60 oder Leistungsstufen angezeigt werden. Auch eine ab- 
schnittsweise Beleuchtung, beispielsweise in Form mehre- 
rer zuschaltbarer Sektoren, konnen unterschiedliche Zu- 
stande signalisieren. 

Es ist auch moglich, mit anderen Formen von Lichdeitern 
65 oder auch mit direkter Beleuchtung zu arbeiten, beispiels- 
weise mit einer ringformigen Glimmlampe. 

Eine bevorzugte Moglichkeit der Steuerung der Leistung 
der Elektrokochplatte wurde bereits anhand von Fig. 3 er- 
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lautert. Dort wurde eine taktweise Regelung nur in einem 
unteren Leistungsbereich vorgesehen. Eine Regelung der 
Gesamtenergie mittels Taktung ist bei der Erfindung deswe- 
gen problemalisch, weil durch die sehr geringe Warmekapa- 
zitat und das entsprechend schnelle Ansprechen die Lei- 5 
stungsimpulse in sehr kurzer Folge geschaltet werden miiB- 
ten, was wegen der sogenannten "Knackrate* 1 sowohl von 
Netzbetreiberseite als auch wegen der elektromagnetischen 
Vertraglichkeit (Funkstorungen) unzulassig sein konnte. Es 
ist daher eine an sich bekannte Leistungssteuerung mit Voll- io 
wellen-Impuispaketen bevorzugt. Dabei werden jeweils ein- 
zelne oder mehrere Voll- oder Halbwellen des Wechselstro- 
mes, jeweils im Nulldurchgang geschaltet, mit entsprechen- 
den Unterbrechungen dazwischen so zusammengestellt, daB 
ein symmetrisches Impulspaket entsteht. So konnte bei- 15 
spielsweise ein aus drei Vollwellen bestehendes "Paket", das 
dementsprechend bei 50 Hz eine Dauer von 0,06 Sekunden 
hat, entweder jeweils nur eine positive und negative Halb- 
welle oder deren je zwei haben, so daB eine Regelung mit 
dem Faktor 1, 2/3 und 1/3 entsteht, ohne daB irgendwelche 20 
Netz- oder funkstorenden Einflusse entstehen. Normaler- 
weise sind diese Impulspakete wesentlich langer und haben 
daher noch groBere Variationsmoglichkeiten. Sie konnen 
auch selbst wiederum getaktet werden, so daB sich weitere 
Moglichkeiten ergeben. Einzelheiten dieser Art der Steue- 25 
rung und die ebenfalls bekannten elektronischen Mittel zu 
ihrer Durchfuhrung sind in der DE-A-42 08 252 sowie in 
den parallelen EP-A-561 206 und US-A-5 488 214 beschrie- 
ben, auf die zum Zwecke der OfFenbarung hier ausdrucklich 
Bezug genommen wird. 30 

Fig, 23 zeigt eine Moglichkeit der Regelung bzw. Steue- 
rungsbeeinflussung, die dadurch ermoglicht wird, daB die 
Ankopplung des Kochgutes und des KochgefaBes an die 
Heizung und damit auch an die Temperatursensorik der 
Elektrokochplatte bei der Erfindung extrem gut ist. Fig. 23 35 
zeigt ein Diagramm der Temperatur in Kelvin iiber der Zeit 
in Sekunden. Schon wahrend der Anheizphase 85 kann 
durch eine kurzfristige Abschaltung der Leistung uber einen 
Zeitraum t a ein MaB fur die jeweilige Gute der Ankopplung 
ermittelt werden, die auBer der fur die Kochplatte festliegen- 40 
den Werte auch durch die Gute des Kochgeschirrs und die 
Warmeabnahme durch das Kochgut bestimmt ist. Dieser 
Wert 86 ist also ein Temperatur abfall, der an einem in der 
Kochplatte enthaltenen Sensor gemessen wird, ggf. auch an 
der Beheizung selbst. Er entsteht dadurch, daB wahrend des 45 
relativ kurzen Zeitraums tj, der nur wenige Sekunden betra- 
gen muB, die gesamte Kochplatte einschlieBlich des Sensors 
auf die jeweilige Topfguttemperatur heruntergekuhlt wird. 
Wenn dann weiterbeheizt wird, kann die Abschalt bzw. Ab- 
regelung bei einem Temperaturwert erfolgen, der um den 50 
Wert 86a uber der Soil-Temper at ur 87, auf die das Kochgut 
aufgeheizt werden soli, liegt. Dabei ist der Wert 86a von 
dem Wert 86 abhangig oder diesem gleich. Die Abhangig- 
keit kann durch entsprechende Versuche jeweils fur unter- 
schiedliche Ankopplungsverhaltnisse der bestimmten Koch- 55 
platte etc. ermittelt werden. 

Auch nach dem Ausschalten bei Erreichen der Soll-Tem- 
peratur am Ausschaltpunkt 88 sinkt die gemessene Tempe- 
ratur wieder auf einen Wert ab, der der Soll-Temperatur, 
d. h. der Kochguttemperatur, weitgehend entspricht. Auch 60 
beim Weiterkochen kann dann mit dem DifFerenzwert 86a 
gearbeitet werden, indem die Temperatur nur so hoch getrie- 
ben wird, bis diese Differenz wieder erreicht ist 

Es laBt sich aber auch aufgrund dieser Werte dann ein fur 
den Kochzustand typischer Leistungswert ermitteln, mit 65 
dem weiter gesteuert werden kann. So braucht beispiels- 
weise beim Weiterkochen die Leistungszufuhr nicht groBer 
zu sein, als beispielsweise das l,lfache der Verlustleistung 



640 A 1 

16 

durch Abstrahlung oder Konvektion vom KochgefaB etc. 

Die Erfindung ermoglicht es also aufgrund des extrem gu- 
ten und schnellen Zugriffes, die Temperaturfuhler an der 
Elektrokochplatte zu einem direkten RuckschluB auf die 
Kochguttemperatur zu verwenden. 

Fig. 24 zeigt die Unteransicht eines Kochplattenkorpers 
14 mit seiner Beheizung 17. Die Beheizung ist in Dick- 
schichttechnik ausgefuhrt. Die Heizleiterbahnen 29 werden 
also in Form einer die entsprechenden Widerstandsmateria- 
lien enthaltenden Paste aufgedruckt und anschlie&end durch 
Nachbehandlung, z. B. Warmebehandlung, verfestigt Es 
sind jedoch auch die anderen beschriebenen Herstellungs- 
techniken fur die Heizleiterbahnen moglich. 

In Fig. 24 ist eine durchgehende Heizleiterbahn 29 vom 
auBeren AnschluB 30 zu dem im Zentrum liegenden An- 
schluB 30 vorhanden. Sie verlauft in Form einer Spirale, die 
im AuBenbereich relativ geringen Abstand 90 hat, wahrend 
dieser Abstand zum Inneren der Spirale immer groBer wird. 
Dieses entspricht den Anforderungen an den Kochbetrieb, 
bei denen eine Leistungskonzentration im AuBenbereich er- 
wiinscht ist. 

Der AnschluB im Zentrum erfolgt iiber vier speichenartig 
vom MittelanschluB 30 ausgehende AnschluBbahnen 95, die 
die innere Spiralwindung und teilweise auch die daran an- 
schlieBende kontaktieren. In der gezeichneten Form ohne 
die Trennstelle 102 wurde also die innere Spiralwindung 
kurzgeschlossen und damit auBer Funktion sein. Durch Auf- 
trennen dieser AnschluBbahnen 95 mittels eines Lasers auf- 
grund einer Widerstandsmessung der jeweiligen Beheizung 
konnen ftinf verschiedene Konfigurationen der wirksamen 
Leiterbahnlange geschaffen werden. Eine zusatzliche Mog- 
lichkeit der Variation der Leiterbahnlange und damit ihres 
Gesamtwiderstandes bieten drei an Spiralwindungen vorge- 
sehene Abgleichbrucken 96, die kurze Abschnitte 103 der 
Leiterbahn kurzschliefien und ebenfalls durch Auftrennung 
mittels Laser auBer Funktion gesetzt werden konnen. Beim 
Ausftihrungsbeispiei sind durch die Trennstellen 102 nur 
dreiviertel der inneren Spiralwindung und zwei der Ab- 
schnitte 103 auBer Funktion gesetzt. 

Es ist damit moglich, bei einigen Aufbringungsverfahren 
fur Heizleiterbahnen, insbesondere bei der Dickschichttech- 
nik, unvermeidliche Abweichungen im Gesamtwiderstand 
der Heizung 17 zu korrigieren, und zwar in zahlreichen Stu- 
fen. Die vorgesehene Beheizung in nur einer Leiterbahn eig- 
net sich besonders fur die vorher beschriebene Vollwellen- 
Impulspaket-Steuerung. Temperatur-Sensoren 37 konnen 
am Umfang verteilt und im Zentrum vorgesehen sein. 

Fig. 25 zeigt eine Ausfuhrung mittels zahlreicher zuein- 
ander parallelgeschalteter spiralformiger Heizleiterbahnen 
29. Sie gehen von einer auBeren ringformigen Zuleitungs- 
bahn 94 aus, verlaufen jeweils um etwas mehr als eine halbe 
Spiralwindung zu einer inneren Zuleitungsbahn 97, die ei- 
nen Mittelsensor 37 umgibt. 

Um eine Verringerung der Leistungsdichte im Zentrum 
herbeizufiihren, sind bei einigen der parallelgeschalteten 
Leiterbahnen KurzschluBabschnitte 98 vorgesehen, die die 
wi demands wirks amen Leiterbahnlangen der entsprechen- 
den Leiterbahnen 29 verkiirzen bzw. auf einen auBeren Be- 
reich begrenzen. Diese KurzschluBabschnitte konnen durch 
eine andere, besser ieitfahige Paste gebildet sein oder auch 
durch entsprechend dickeren oder mehrfachen Auftrag der 
Widerstandspaste oder Uberdruckung der Widerstandspaste 
mit einer gut leitfahigen, beispielsweise Kupfer enthalten- 
den Paste. Uberhaupt ist bei der Gestaltung der Widerstande 
auch eine Variation der Widerstandswirksamkeit durch Va- 
riation der Breite oder Dicke der Leiterbahnen moglich. 

Zum Abgleich sind Abgleichbrucken 96a vorgesehen, die 
aus dem gut leitfahigen Material der Zuleitungsbahnen 94, 
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97 bestehen, und jeweils von diesen bis zu einem Heizleiter- 
bahnabschnitt reichen, der relativ dicht an sie angrenzt. 
Durch die Spiralform lafit sich dies mit relativ kurzen Briik- 
ken bewerkstelligen, die dann entsprechend aufgetrennt 
werden konnen, um den Widerstand der einzelnen Heiziei- 5 
terbahnen 29 zu beeinflussen. 

Fig. 26 zeigt eine Anordnung der Heizung 17, bei der die 
einzelnen Heizleiterbahnen 29 sternformig radial von der 
auBeren Zuleitungsbahn 94 zur inneren, ebenfalls im we- 
sentlichen kreisfbrmigen Zuleitungsbahn 97 verlaufen. Die 10 
einzelnen sternformig verlaufenden Heizleiterbahnen, von 
denen beispielsweise vierzig vorgesehen sind, sind also par- 
allelgeschaltet, was durch entsprechend hohen Widerstand 
der einzelnen Heizleiterbahnen moglich ist. Es sind zwei 
Gruppen von Heizleiterbahnen vorgesehen. Wahrend die 15 
eine Gruppe zwischen den Zuleitungsbahnen 94, 97 durch- 
gehend ausgebildet ist, sind die dazwischenliegenden Heiz- 
leiterbahnen 29b der anderen Gruppe in ihrem widerstands- 
wirksarnen Teil auf den auBeren Umfangsabschnitt be- 
schrankt und innen durch KurzschluBabschnitte 98 mit der 20 
Zuleitungsbahn 97 verbunden. 

Die Sensoren liegen ebenfalls zentral und uber den Au- 
Benumfang verteilt und sind mit Sensor-AnschluBbahnen 99 
mit Sensor- Anschliissen 100 verbunden, die jeweils im Be- 
reich von Einbuchtungen der auBeren Zuleitungsbahn 94 25 
vorgesehen sind. Es ist somit moglich, jeden Sensor 37 ein- 
zeln anzuschlieBen und sein Signal einzeln auszuwerten. 
Die Sensor-AnschluBbahnen konnen ebenfalls als gedruckte 
Lei terbahnen ausgebildet sein. 

Fig. 27 zeigt eine Ausfuhrung, die der nach Fig, 26 in al- 30 
lem entspricht. Dort sind jedoch die Sensoren 37 in dem Be- 
reich der Einbuchtungen 101 der Zuleitungsbahn 94 vorge- 
sehen und in diesem Bereich auch an die Anschlusse 100 an- 
geschlossen. Die Sensor-AnschluBbahn 29 lauft um und bil- 
det den auBeren AnschluBpol der Sensoren. 35 

Fig. 28 zeigt eine Zweikreis-Ausfuhrung einer Koch- 
platte. Die Anordnung der Heizleiterbahnen 29 ist, wie in 
Fig. 26 und 27, radial, jedoch ist zwischen den auBeren und 
inneren Zuleitungsbahnen 94, 97 noch ein mittlerer im we- 
sentlichen kreisformiger Zuleitungs Strang 93, ebenfalls als 40 
gedruckte Leiterbahn ausgebildet, vorgesehen. Diese drei 
Zuleitungsbahnen 93, 94, 97 sind iiber ihre Anschlusse 30 
einzeln anschlieBbar, so daB es moglich ist, die beiden sich 
dadurch bildenden konzentrischen Heizzonen 91, 92 geson- 
dert zu betreiben. Es ist also moglich, nur die mittlere 45 
Hauptheizzone 91 allein einzuschalten, um ein kleineres 
KochgefaB zu beheizen, oder diese zusammen mit der auBe- 
ren Zuschaltheizzone 92 zu betreiben, um die voile GrdBe 
der Elektrokochplatte zu beheizen und dementsprechend ein 
groBeres KochgefaB beheizen zu konnen. Die Kochplatte 50 
nach der vorliegenden Erfindung eignet sich besonders 
dazu, weii infolge der geringen Warmequerleitung im Koch- 
plattenkorper 14 die Heizzonen ohne besondere Abschot- 
tung klar begrenzt bleiben, so daB im Bereich des Zulei- 
tungsstranges 93 sich selbst eine thermische Grenze zwi- 55 
schen beiden Heizzonen bildet. 

Fig. 29 zeigt ebenfalls eine Zweikreis-Ausfuhrung, bei 
der die Heizleiterbahnen 29 in beiden Heizzonen 91, 92 je- 
weils als kreisformiger Maander gefuhrt sind und von dort 
zu mittleren Anschlussen 30 verlaufen. Ein weiterer An- 60 
schluB ist fur einen in diesem Falle streifenfbrmig ausge- 
fuhrten Sensor 37 (vgi. auch Fig. 4) vorgesehen. 

Patentanspriiche 

65 

1. Kontaktwarmeubertragendes Kochsystem mit einer 
Elektrokochplatte (11) zur Erwarmung von Kochgefa- 
Ben (25) mit einem Kochplattenkorper (14) und einer 
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Kochflache (23), deren Makro- und Mikro-Unebenheit, 
namlich ihre Abweichung von einer idealen Ebene und 
ihre Rauhigkeit, in einem Temperaturbereich zwischen 
der Raumtemperatur und ca. 500 K in einem uberwie- 
genden Teil ihres Kochbereiches (22) 0,1 mm nicht 
uberschreiteL 

2. Kontaktwarmeubertragendes Kochsystem, enthal- 
tend wenigstens eine Elektrokochplatte (11) mit einem 
Kochplattenkorper (14) und wenigstens ein KochgefaB 
(25), wobei die Elektrokochplatte (11) und das Koch- 
gefaB (25) so aneinander angepaBt sind, daB ihre einan- 
der zugeordneten Flachen (23, 24) bzgl. ihrer Makro- 
und Mikro-Abstande voneinander in einem Tempera- 
turbereich zwischen der Raumtemperatur und ca. 
500 K und im uberwiegenden Teil des Kochbereiches 
(22) 0,1 mm nicht uberschreitet. 

3. Kochsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zusammenwirkenden Flachen (23, 
24) von Elektrokochplatte (11) und KochgefaB (25) in 
alien Arbeits-Temperaturbereichen gleiche Kugel- 
bzw. Kugelkalotten flachen bilden. 

4. Kochsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Unebenheit 0,05 mm nicht uber- 
schreitet 

5. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Unebenheit 
uber im wesentlichen die gesamte Kochflache (23) un- 
ter0,l mmbetragL 

6. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Temperatur- 
bereich, in dem die Unebenheit unter0,l mm, vorzugs- 
weise unter 0,05 mm betragt, sich bis 600 K erstreckt. 

7. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) die Form einer Scheibe auf der Basis 
nicht oxydischer Keramik aufweist, wobei insbeson- 
dere die Keramik weit uberwiegend Siliziumnitrid 
(Si3N 4 ) enthalt 

8. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Material des 
Kochplattenkorpers (14) der Elektrokochplatte (11) 
durch Additive farbig ist. 

9. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Warme- 
durchgangszahl in der Kochplatte (11), namlich das 
Verhaltnis der Warmeleitfahigkeit (lambda) zur durch- 
schnittlichen Kochplattenkorperdicke (d) im Kochbe- 
reich kleiner als 20.000, vorzugsweise zwischen 3. 000 
und 20.000, insbesondere zwischen 6.000 und 12.000 
W/m 2 K betragt 

10. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Warmeleit- 
fahigkeit des Kochplattenkorpermaterials zwischen 5 
und 40, vorzugsweise 8 und 20 W/mK betragt. 

11. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Warmeaus- 
dehnungszahl (alpha) des Kochplattenkorpermaterials 
kleiner ist als lixlO^ll/K] und vorzugsweise zwi- 
schen 2 und XOr 6 und 6xl0-*[lrtt] betragt. 

12. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Speicher- 
energie des Kochplattenkorpers (14), bezogen auf ihre 
installierte Leistung, zwischen und 7 und 130 J/W, be- 
vorzugt 10 bis 50 J/W betragt. 

13. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Oberfla- 
chenbelastung, namlich die installierte Leistung der 
Elektrokochplatte je Flacheneinheit des Kochbereiches 
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(22) zwischen 4 und 16 W/cm 2 , vorzugsweise 5 bis 7 
W/cm 2 , betragt. 

14. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die durch- 
schnittliche Dicke (d) des Kochplattenkorpers (14) im 5 
Kochbereich (22) zwischen 2 und 5 mm, bevorzugt 

3 mm, betragt. 

15. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) eine an der Ober- und Unterseite (23, 10 
27) zumindest bzgl ihrer Makrogestalt ebene Scheibe 
ist. 

16. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kochflache 

(23) des Kochplattenkorpers (24) zumindest im Koch- 15 
bereich (22) geschliffen ist 

17. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Harte der 
Kochflache (23) des Kochplattenkorpers (14) im Koch- 
bereich (22) uber 1400 (HV 10 nach DIN 50133) be- 20 
tragt 

18. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der spezifische 
elektrische Widerstand des Materials des Kochplatten- 
korpers (14) uber lxlO 6 , vorzugsweise uber ca. lxlO 13 25 
Ohm/cm betragt. 

19. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) durch einen auf seine Unterseite (27) 
aufgebrachten Heizwiderstand (17) beheizt ist, wobei 30 
vorzugsweise der Heizwiderstand (17) in Form von 
Leiterbahnen (29) gefuhrt ist, die spiralig und/oder ra- 
dial verlaufen, insbesondere mit verringerter Lei- 
stungsdichte bzw. groBerem Leiterbahn-Abstand (90) 
zur Mitte des Kochplattenkorpers (14) hin, ggf. durch 35 
Verkurzung der Widerstandswirksamkeit bzw. Kurz- 
schlieBen einzelner der Leiterbahnen (29), wobei ggf. 
zur Schaffung von Mehrkreis-Kochplatten verschie- 
dene Heizzonen (91, 92), insbesondere mit einer mitt- 
ieren stets eingeschalteten Hauptheizzone (91) und ei- 40 
ner dieser zuschaltbaren auBeren Zuschalt-Heizzone 
(92), gebildet ist, vorzugsweise durch von einem im 
Grenzbereich zwischen den Heizzonen (91, 92) verlau- 
fenden Zuleitungsstrang (93), von dem aus spiralig 
oder radial nach innen und auBen verlaufende Leiter- 45 
bahnen (29) ausgehen. 

20. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) ein aus einer aufgedruckten Paste gebildeter 
Dickschicht-Heizwiderstand ist 50 

21. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) durch Spritzen (Flamm- und/oder Plasm a- 
spritzen) aufgebracht ist 

22. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 55 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Koch- 
plattenkorper (14) und Heizwiderstand (17) eine Haft- 
vermittlungs- und/oder elektrische Isolationsschicht, 
vorzugsweise aus Aluminiumoxid (A1 2 0 3 ) aufgebracht 
ist, insbesondere durch Spritzen. 60 

23. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) ein Dunnschicht-Heizwiderstand ist. 

24. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbah- 65 
nen (29) des Heizwiderstandes (17) durch Abstande 
voneinander getrennt sind, die durch Laser-Bearbei- 
tung, Atzen, Erodieren oder Schieifen hergestellt sind. 
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25. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) PTC-Charakteristik hat 

26. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) aus einer an die Unterseite (27) des Koch- 
plattenkorpers (14) angedriickten bzw. angeklebten Fo- 
lie besteht 

27. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) an seiner Unterseite (27) entsprechend 
dem Verlauf der Heizleiterbahnen (29) profiliert ist, 
wobei die die Abstande bildenden Bereiche (43) uber 
die Unterseite (27) nach unten hervorragen und an ihrer 
Oberflache das nach der Aufbringung sie uberdeckende 
Heizwiderstandsmaterial vorzugsweise durch Schiei- 
fen entfemt ist 

28. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Heizwider- 
stand (17) durch vorzugsweise nur Teilbereiche der 
Unterseite (26) des Kochplattenkorpers uberdeckende, 
an ihrer Ober- und Unterseite elektrisch kontaktierte 
Heizwiderstandsschichten und/oder -plattchen (29a) 
gebildet ist, die insbesondere PTC-Charakteristik ha- 
ben. 

29. Kochsystem nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Heizwiderstand (17) aus zwei parallel 
zur Unterseite (27) des Kochplattenkorpers (14) ver- 
laufenden und vorzugsweise an diese angedriickten 
elektrisch leitenden Folien bzw. Schichten (44) beste- 
hen, zwischen die PTC-Plattchen (29a) eingebracht 
sind. 

30. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB Temperaturbe- 
grenzer-Sensoren (37, 37a) mit uber den Kochbereich 
(22) verteilt wirkendem Anspruchverhalten vorgese- 
hen sind, die vorzugsweise rn^ht-summierend, insbe- 
sondere die Heizwiderstande (17) in ihrem Bereich se- 
lektiv abschaltend oder leistungsvermindemd geschal- 
tet sind. 

31. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Flachen- 
Uberwachung mit NTC-Charakteristik von Tempera- 
turbegrenzer-Sensoren (37a) vorgesehen ist, die vor- 
zugsweise eine Sensorschicht (45) mit temperaturab- 
hangiger Durchschlagscharakteristik enthalt 

32. Kochsystem nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sensorschicht (45) zwischen zwei 
Kontaktschichten (29, 46) parallel und unmittelbar 
thermisch kontaktierend an dem Heizwiderstand (29) 
liegt, wobei vorzugsweise als eine der Kontaktschich- 
ten der Heizwiderstand selbst (29) dient 

33. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB Temperaturbe- 
grenzungssensoren (37) angrenzend an Heizleiterbah- 
nen (29) in Zwischenraumen zwischen den Heizleiter- 
bahnen (29) angeordnet sind. 

34. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Regelung 
der Elektrokochplatte (11) eine Temperaturmessung an 
der Kochplatte (U) wahrend einer kurzzeitigen Ab- 
schaltiing (i^) oder Reduzierung der Heizleistung, ggf. 
schon beim Ankochen (85) beeinhaltet, wobei anhand 
der vor und nach der Abschaltung gemessenen Tempe- 
raturdifferenz (86, 86a) der weitere Kochvorgang gere- 
gelt oder gesteuert wird. 

35. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Steuerung 
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der Elektrokochplatte (11) durch Parallel-, Einzel- und/ 
oder Reihenschaltung mehrerer Heizwiderstandsab- 
schnitte (31, 32, 33), eine sogenannte Mehrtaktschal- 
tung, erfolgt, wobei vorzugsweise in einem Schaltbe- 
reich kleiner Leistung eine Impulssteuerung vorgese- 5 
hen ist. 

36. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Steuerung 
der Kochplatte (11) durch Vollwellen-Impulspaket- 
steuerung erfolgt. 10 

37. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) selbsttragend in eine Ausnehmung (50) 
einer Einbauplatte (12) eingesetzt ist, die vorzugsweise 
aus Hartglas, Glaskeramik, Edelstahl, Natur- oder is 
Kunststein besteht. 

38. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) mit der Einbauplatte (12), vorzugsweise 
durch einen warmebestandigen Silikonkleber, verklebt 20 
ist, wobei insbesondere zwischen der Klebestelle (47) 
und dem Kochbereich (22) eine Warmeisolierzone des 
Kochplattenkorpers vorgesehen ist 

39. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kochflache 25 

(22) des Kochplattenkorpers (14) fast ebenengleich 
mit, vorzugsweise nur 0,5 bis 1 mm uber, der Oberfla- 
che (28) einer Einbauplatte (12) eingebaut ist. 

40. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 30 
tenkorper in eine Ausnehmung (50) einer Einbauplatte 
(12) eingeklebt ist, wobei vorzugsweise der AuBenrand 

(15) des Kochplattenkorpers (14) und der Innenrand 

(16) der Ausnehmung (50) einander angepafit konisch 
sind. 35 

41. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kochplat- 
tenkorper (14) am AuBenrand (15) seiner Kochflache 

(23) angefast, angeschragt oder abgerundet ist. 

42. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 40 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich einer 
Klebestelle (47) zwischen Kochplattenkorper (14) und 
einer Einbauplatte (12) eine Warmebriicke (53), vor- 
zugsweise in Form eines Auflageringes fur den Koch- 
plattenkorper (14), vorgesehen ist. 45 

43. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spniche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Auflageele- 
ment (53, 49) zur Begrenzung der Eindringtiefe des 
Kochplattenkorpers (14) in eine Ausnehmung (50) ei- 
ner Einbauplatte (12) vorgesehen ist. 50 

44. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Haltering 
(20) fur eine untere Abdeckung (21) der Elektrokoch- 
platte (11) in die Ausnehmung (50) eingesetzt ist, vor- 
zugsweise mit eingeklebt ist 55 

45. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Einbauring 
(20) fur den Einbau der Elektrokochplatte (11) in eine 
Einbauplatte (12) mit einschnappenden und/oder aus- 
biegbaren, widerhakenartigen Halteelementen (59, 61, 60 
58, 66) versehen ist, die an dem Kochplattenkorper 
und/oder der Einbauplatte angreifen. 

46. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Heizung 

(17) mit einer Warmedammung (18) unterlegt ist 65 

47. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB im die Elektro- 
kochplatte (11) umgebenden Bereich eine im Betrieb 
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der Elektrokochplatte (11) beleuchtete Zone (82), vor- 
zugsweise eine umlaufende Ringzone, vorgesehen ist, 
die insbesondere durch Ausnehmungen im Dekor (75) 
einer Einbauplatte (12) und eine interne Beleuchtung 
(81) unter der Einbauplatte (12) ausgebildet ist, die ggf . 
ein Lichdeiterelement (83) wie einen glasartigen Ring, 
enthalt. 

48. Kochsystem nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB in der Oberfla- 
che (23, 24) des Kochplattenkorpers und/oder des 
KochgefaB-Bodens (39) ein Beluftungskanal-System 
(110) vorgesehen ist. 
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